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装置外観

超小型サイズのセラミックパッケージ集合基板にシールリングを接着搭
載する装置です。 あらかじめ集合基板に接着剤を塗っておくのではな
く、シールリングに適量の接着剤を転写し、直後に集合基板に搭載する
ことで、高速化（０．３５秒／個 ※従来の半分以下）と高精度化（搭
載誤差±１５ミクロン ※従来の半分以下）を実現しました。

① 高速化 ＝＞ 生産コストの低減、設置スペース削減
② 高精度化 ＝＞ 超小型部品（１．６×１．２㎜以下）に対応
③ 接着品質向上 ＝＞ 接着剤の適量塗布と乾燥時間の短縮化による

＝＞ 精度ＵＰ、歩留り改善

スマートフォンやタブレットに数多く使用される超小型セラミックパッ
ケージの製造工程において、最適な工法と、業界最高のコストパフォー
マンスを提供します。
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